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胜科纳米（苏州）股份有限公司 

投资者关系活动记录表 

投资者关系活动

类别 

□特定对象调研        □分析师会议 

□媒体采访            业绩说明会 

□新闻发布会          □路演活动 

□现场参观            □电话会议 

□其他  （请文字说明其他活动内容）  

参与单位 线上参与公司 2026年第三季度业绩说明会的全体投资者 

时间 2026 年 11 月 2 日  15:00-16:00 

地点 价值在线（https://www.ir-online.cn/）网络互动 

上市公司接待人

员姓名 

1. 董事长兼总经理：李晓旻 

2. 董事会秘书：周秋月 

3. 财务负责人：洪凯 

4. 独立董事：张毅 

投资者关系活动

主要内容介绍 

 

1、公司 iWUDI 智能闭环系统商业化进展怎样？ 

答：根据公司披露的 2026 年第三季度报告，公司自主研发的搭载

半导体全产业链垂直物理大模型 ChipMind 的 iWUDI 智能闭环系

统，自 2026 年 6 月正式发布后的首个季度即第三季度实现了商业

化销售订单的签署，含税订单金额合计为 79.57 万元，包括 C 端用

户和 B 端企业级用户，其中企业级的用户包含日立，这标志着

iWUDI 系统从“发布”进入了“有客户付费”的阶段。公司的 iWUDI

智能闭环系统是物理 AI 应用落地的典型业务模式，未来该系统有

望成为公司业务第二增长曲线，并将反哺公司检测业务，驱动检测

业务规模和价值的增长。 

 

2、请问公司在手订单情况如何？目前在手订单能排到几月份？ 

答：从在手订单及客户储备来看，公司与半导体龙头企业客户保持

良好合作关系，在手订单充足，主要来自下游客户产线扩建、新产

品研发等持续性需求，截止 2026 年 8 月 30 日公司在手订单规模合

计约为 2.90 亿元，较上年同期有较大幅度增长，通常可覆盖未来

3-5 个月的收入。 

 



 

3、Q3 营收增长仍然很好，但净利润还在下滑，预计什么时候可

以看到拐点，对未来有什么展望？ 

答：公司 2026 年 1-9 月净利润同比下滑，一方面是公司加大研发

投入力度，1-9月研发费用为 6,390万元，同比增长 55.78%，公司

重点推进在算力芯片、先进封装、高端存储芯片以及人工智能技术

方面的技术研发；另一方面公司对核心员工实施股权激励，1-9 月

股份支付费用为 1,570 万元，较上年同期增加 1,353 万元；此外，

行业竞争加剧导致第二、三代产线业务单价下行，新增设备投入导

致折旧及人员培训成本上升，且新设备产能尚未完全释放，也对净

利润水平产生影响。 

公司 1-9月扣除股份支付的净利润为 4,651万元，同比下滑 20.84%；

单季度来看，第 3季度扣除股份支付的净利润为 2,271万元，环比

第 2 季度增长 44.50%，环比改善明显。随着公司五代产线充分发

挥在半导体工艺验证、电路验证以及叠层封装芯片系统级故障分析

的技术优势，公司在先进逻辑、先进存储、先进封装等领域的业务

有望继续增长，净利润水平有望得到改善及提高。 

 

4、3季度公司在存储、光通信等方面客户导入的情况？ 

答：随着大模型训练与推理算力需求爆发，先进存储芯片堆叠层数

与带宽持续提升，公司已与行业龙头企业建立稳定合作，今年前三

季度来自先进存储的收入大幅增长。在光电子器件领域，伴随光芯

片、光模块等下游市场持续扩容，公司与行业头部客户的合作持续

深化，今年前三季度来自光电子器件相关收入较历史年度实现较大

幅度增长。 

 

5、您好，公司四、五代产线的收入贡献情况如何？ 

答：公司四、五代产线高度契合半导体前沿技术发展所需要的检测

分析需求，四代产线服务于先进制程的电路验证与故障定位，特别

在先进制程 SRAM 失效分析展现出独特技术实力，五代产线覆盖

Chiplet、2.5D/3D 先进封装以及系统级封装等多芯片集成方案的检

测需求，适配先进封装技术演进下的复杂检测场景。目前公司第四、

五代产线收入环比快速增长，覆盖逻辑芯片、存储芯片、光芯片等

领域客户，业务拓展情况符合公司预期。未来随着半导体先进制程

技术加速迭代、先进封装等技术发展，第四、五代产线有望助力公

司加大在高端检测分析市场份额，成为提升公司业绩的重要引擎。 

 

6、请问公司自研的 ChipMind 大模型和通用大模型什么区别？ 

答：公司自研 ChipMind 是面向半导体产业链的垂直物理大模型，

其深度融合半导体专业知识，具备先进制程、先进封装等前沿技术

场景下的失效分析研判能力，同时 ChipMind 可针对半导体工业场

景下的多模态检测数据开展综合分析，而通用大模型较难胜任专业

场景的适用。此外 ChipMind 作为公司 iWUDI 智能闭环系统的核

心智能中枢，可深度协同工具商城内百余种专业工具，并与案件评

估、交期测算、样品跟踪、报告解读等功能模块共同运行，构建从



 

客户检测订单提交到报告生成的完整智能闭环，为半导体产业整体

提升良率、缩短研发周期等方面提供了系统性解决方案。 

风险提示及说明 

以上如涉及对行业的预测、公司发展规划等相关内容，不代表公司

或公司管理层对行业、公司发展或业绩的盈利预测和承诺，不构成

公司对投资者的实质性承诺，敬请广大投资者注意投资风险。 

业绩说明会过程中，公司积极回复投资者提出的问题，回复的内容

符合公司《信息披露管理制度》等制度的规定，回复的信息真实、

准确，本次活动不存在应当披露的重大信息。 

附件清单（如

有） 

无 

日期 
2026年 11月 2日 

 


